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Beschreibung 



Die Erfindung belnflt eine Trageranordnung zum 
Einbau m eme konlakllose Chipkarte. die die AuBenab- 
messungen der Chipkarle aufweisl. mil einer Tragerfolie 
au\ der zumindesl eme Transpondereinhetl. die mil ei- 
nem Halbletterchip und mit einer damit verbundenen 
Anlennehspule gebildet ist. angeordnet ist. wobet die 
Windungen der Anlennenspule im wesentlichen entlang 
dem AuOenrand der Trageranordnung veriaufen 

Eme solche Trageranordnung ist aus der EP 0 451 
776 A3 bekannt. Die dortige Anlennenspule ist jedoch 
als planare Spule ausgebildet. die zusannmen mit ande- 
ren Schallungsmustem auf der Tragerfotie hergeslellt 
vvird 

Bei koniaktlosen Chipkarten wird die zum Betreiben 
des in der Chipkarle enthaltenen Halbleiterchips notige 
Energie in allgememsler Form mittels eleklromagneti- 
scher Wellen von emem Terminal zur Chipkarte ubertra- 
gen Auch der Datenverkehr zwtschen dem Terminal 
und der Chipkarte ertolgt au( diesem Weg. Zu diesem 
Zweck stnd sowohl im Terminal als auch auf der Chip- 
karte Antennensputen vorgesehen. die die elektroma- 
gnetischen Wellen senden und emplangen. In der Chip- 
karte muQ also eine aus dem Halbleilerchip und der da- 
mil verbundenen Anlennenspule bestehende Trans- 
pondereinheil untergebracht werden 

Oftmals vvird die Transpondereinheit an einem an- 
deren Ort gefertigt als die Chipkarte, so daB die Gefahr 
emer Beschadigung oder Deformation der Spule auf 
dem Transportweg besteht. 

Aufgabe der Erfindung ist es somil. eine Trageran- 
ordnung anzugeben. bei der die Spule und die Verbin- 
dung der Spule mil dem Halbleilerchip insbesondere 
beim Transport geschutzl stnd. 

Die Aufgabe wird gemaB Anspruch 1 bei einer gat- 
tungsgemaBen Trageranordnung dadurch gelost daB 
die Anlennenspule ais gewickelte Drahtspule ausgebil- 
det isl. und daB auf der zumindesl einen Transponder- 
einheit eine weilere Folie angeordnet ist, 

Durch die erfindungsgemaBe lagefixierte Anord- 
nung der Transpondereinheit auf einer Tragerfolie btei- 
ben die Abmessungen der Spute selbst bei Deformie- 
rung der Tragerfolie erhalten. Somil konnen in vorteil- 
halter Weise auf emer Endtos-Tragerfolie eme Vielzahl 
von Transpondereinheilen hintereinander aufgebracht 
werden und beispielsweise zum Transport auf eme Rol- 
le aufgewickelt werden Die erfindungsgemaBe Trager- 
anordnung erfordert einen minimaien Montageauf- 
wand. Eine mechanische Beeinflussung. die zu emer 
Beschadigung der Antenne und der Verbmdungsstetle 
zwischen Antenne und Halbleilerchip fOhren konnle. isl 
durch die erfindungsgemaBe Trageranordnung eben- 
falls mmimiert Da sich die Abmessungen der Spule auf 
diese Weise mchl mehr andern erreicht man eme hohe 
Reproduzierbarkeil der wesentlichen Systemparameter 
wie betspieisweise der Spulengute Die erfindungsge- 
maBe Trageranordnung kann somil lage- und formtreu 



der Weiterverarbeitung zugefuhrt werden. 

in vorieilhafler Weiterbildung der Erfindung ist die 
Transpondereinheit durch eine weilere Folie abgedeckt. 
Dadurch kann sie m einfacher Weise vor Verunreinigun- 

5 gen geschutzl werden, Besonders vorleilhaft ist es. 
wenn m der weiteren Foiie im Beretch des Halbleiter- 
chips eme Ausnehmung vorgesehen ist Dadurch laBl 
sich eine germgere Dicke der Trageranordnung errei- 
chen In vorteilhafter Weise ist zumindesl eine der Foti- 

10 en mil emer Klebeschicht versehen. so daB die Trans- 
ponderemheil quasi hermelisch zwischen den beiden 
Folien verpackt ist 

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemaBen Tra- 
geranordnung ist daB sie nach Ausstanzen aus der 

75 Endlostragerfolie komplelt in eme Chipkarte. die bei- 
spielsweise durch Lammiertechnik oder auch durch 
DruckguBverfahren hergeslellt wird. eingearbeilet wer- 
den kann Dadurch slellen die Tragerfolie und die wei- 
tere FoHe keine verlorene Form dar. Besonders vorteil- 

20 haft ist es dabei. wenn die Tragerfolie und die weitere 
Folie aus demselben Material wie die restliche Karle 
sind. 

Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungsbei- 
spiets mit Hilfe einer Figur naher erlautert. Die Figur 

2S zeigt eine Tragerfolie 1 . die von einer Rolle 2 abgespult 
wird Die Tragerfolie 1 ist mil einer Klebeschicht verse- 
hen, auf die eme mil einem Halbleilerchip 3 und emer 
Spule 4 gebildete Transpondereinheit 5 aufgebrachl 
wird Diese Anordnung wird anschlieBend millets einer 

30 Deckfolie 6 hermetisch verpackt. wobei im Bereich des 
Halbleiterchips 3 in vorteilhafter Weise eine Aussparung 
7 in der Deckfolie vorgesehen isl. urn die Dicke der ge- 
samten Trageranordnung moglichst germg zu halien, 
Die aus einer zwischen zwei Folien verpacklen Trans- 

35 ponderemheil 5 bestehende Trageranordnung wird an- 
schlieBend zum Weilertransport vorteilhafterweise auf 
einer Rotle S aufgewickell. 



40 Patentanspruche 

1, Trageranordnung. die die AuBenabmessungen ei- 
ner Chipkarte aufweisl. mil einer Tragerfolie (1 ) auf 
der zummdest eine Transpondereinheit (5). die mil 

45 emem Halbleilerchip (3) und mil einer damil verbun- 

denen Anlennenspule (4) gebildet isl. angeordnet 
ist. wcbei die Windungen der Anlennenspule (4) im 
wesentlichen entlang dem AuBenrand der Trager- 
anordnung veriaufen. 

50 dadurch gekennzeichnet, 



daB die Anlennenspule (4) als gewickelte 
Drahtspule ausgebildet ist. 
und daB auf der zumindesl emen Transpond- 
ereinheit (5) eme weilere Folte io) angeordnet 
isl 
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2. Trageranordnung nach Anspruch ^ 
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dadurch gekennzeichnet, daB die we.tere Folie cote orients vers I'unite de Iranspor^deur (5). 

(6) im Bereich des Haibleilerchips (3) eine Ausneh- 
munq (7) aufweist. 

Trageranordnung nach einem der Anspruche 1 bis ^ 

2. 

dadurch gekennzeichnet. daO zumindesl eine der 
beiden Fohen (1.6) auf der der Transpondereinhett 
(5) zugewandten Seite mil einer Klebeschicht ver- 
sehen ist 



Claims 



1. Carrier arrangement which has the external dimen- 
s^ons of a smart card, having a carrier tilm (1). on 
wn'.z^ :3 arranged at least one transponder unit (5) 
which is formed by a semiconductor chip (3) and by 
an antenna coil (4) connected thereto, the turns of 

the antenna coil (4) running essentially along the 20 
outer edge of the carrier arrangement, character- 
ized in that the antenna coil (4) is designed as a 
wound wire coil, and in that a furlher film (6) is ar- 
ranged on the at least one transponder unit (5). 

25 

2. Carrier arrangement according to Claim 1 charac- 
terized in that the further film (6) has a recess (7) in 
the region of the semiconductor chip (3). 

3. Carrier arrangement according to either of Claims -^o 
^ and 2. characterized in that at least one of the two 
films ( 1 . 6) is provided with an adhesive layer on the 
side facing the transponder unit (5). 
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Revendications 



1 . Sysleme de support ayant les dimensions exterieu- 
res d'une carte a puce, avec une feuille de support 
(1 ) sur laquelle est disposee au moins une unite de 
transpondeur (5) qui est formee par une puce serni- 
conductrice (3) et une bobine d'antenne (4) bordee 
a celle-ci. les enroulements de la bobine d'antenne 
(4) longeant essentiellement la bordure exterieure 
du systeme de support caracterise en ce que la 
bobine d'antenne (4) est realisee en tant que bobine 
de fi! metallique enroulo. et en ce qu'une feuille sup- 
plemeniaire (6) est disposee sur la - au moins une 
- unite de transpondeur (5) 

2. Systeme de support seton la revendication 1, ca- 
racterise en ce que I'autre feuille (6) presente un 
evidemmenl (7) a I'endroit de la puce semi-conduc- 
trice (3), 

3. Systeme de support selon Tune des revendications 
1 a 2. caracterise en ce qu'au moins I'une des deux 
feuilles (1.6) est dotee d'une couche de colle sur le 
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